
 

 

证券代码：300460                                    证券简称：惠伦晶体  

 

 

 

 

 

广东惠伦晶体科技股份有限公司 

关于 2020 年向特定对象发行股票募

集资金使用可行性分析报告 

（修订稿） 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月 

 



 

 

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”、“公司”）拟向特

定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元。根据中国

证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定，

公司就本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性说明如下： 

一、本次募集资金使用计划 

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含），扣除发

行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 

单位：万元 

序号 项目 投资总额 拟使用募集资金金额 

1 
高基频、小型化压电石英晶体元器

件产业化生产基地建设项目 
45,232.40 40,000.00 

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 

合计 55,232.40 50,000.00 

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况

通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。 

在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需

求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 

（一）高基频、小型化压电石英晶体元器件产业化生产基地建设

项目 

1、项目概况 

本项目预计总投资 45,232.40 万元，使用募集资金投入 40,000.00 万元，用于

高基频、小型化压电石英晶体元器件产业化生产基地的建设，实施单位拟为公司

全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司，拟建设周期为 1 年。本项目主要生

产高基频、小型化压电石英晶体元器件产品，以满足 5G 及以上技术和物联网对

高基频、小型化压电石英晶体元器件产品的需求，实现高、中端压电石英晶体元



 

 

器件产品的进口替代。 

2、项目实施的可行性 

（1）项目实施符合国家支持的政策方向 

电子元器件是新一代信息技术的重要支撑，是高端电子装备、电子信息系统

以及武器装备控制系统的重要基础。2016 年 1 月，工业和信息化部发布《产业

技术创新能力发展规划（2016－2020 年）》，将石英晶体振荡器列为电子信息制

造业重点发展方向之一；2016 年 11 月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴

产业发展规划》，明确提出要推动电子器件变革性升级换代，提升新型片式元件、

光通信器件、专用电子材料供给保障能力。本项目积极开展高基频、小型化压电

石英晶体元器件产品的研发和生产，符合国家所支持的政策方向。 

（2）高基频、小型化压电石英晶体元器件产品市场需求旺盛，5G 及以上技

术平台和物联网的发展带动下游需求 

5G 及以上技术被誉为“数字经济新引擎”，是人工智能、自动化、物联网、

云计算、区块链、视频社交等新技术新产业的基础。世界各国和各类国际组织高

度重视 5G 及以上技术发展，纷纷把 5G 及以上技术列为优先发展的战略领域，

积极支持 5G 及以上技术发展。2019 年 6 月，我国工信部向运营商发放 5G 商用

牌照，标志着我国正式进入 5G 商用元年。压电石英晶体元器件是 5G 及以上技

术中核心的电子零部件之一，5G 及以上技术对石英晶体元器件在高基频、小型

化等方面提出了更高的要求。以频率和规格为例，华为、中兴通讯已将基站用压

控石英晶体振荡器从 3G/4G 所需的 122.88MHz 升级到 5G 所需的 245.76MHz；

通讯产品从 2G、3G到4G所需求的石英频率组件由 3225规格 24MHz升为 48MHz，

而 5G通讯产品的需求频点及规格将进一步提升至 1612 规格 52MHz、76.8MHz、

96MHz 等。这意味着，随着 5G 建设的加速，高基频、小型化压电石英晶体元器

件的需求将会急剧增长。 

与此同时，在 5G 及以上技术的支撑下，物联网将成为继计算机、互联网之

后世界信息产业的第三次浪潮。在实现物联网的关键技术FRID射频识别技术中，

高基频、小型化的压电石英晶体元器件如 SMD1612、SMD1210 等构成其核心零



 

 

部件之一。据《2018－2019 中国物联网发展年度报告》的数据显示，2018 年我

国物联网产业规模已超 1.2 万亿元，物联网业务收入较上年增长 72.9%。江苏、

浙江、广东等省产业规模均超千亿元，福建、重庆、上海、北京、江西等省市规

划十三五期末达到千亿元规模。根据工信部数据，预计 2020 年物联网规模突破

1.5 万亿元。高基频、小型化压电石英晶体元器件作为实现物联网的核心部件之

一，也因为物联网的发展催生巨大的市场需求。 

（3）项目具备成熟的技术条件，公司掌握了实现高基频、小型化的关键技

术——基于半导体技术的光刻工艺 

压电石英晶体元器件朝着高基频和小型化的方向发展，公司近年来加大了研

发投入，2017 年至 2020 年 1-6 月研发投入分别为 1,942.44 万元、2,284.31 万元、

2,299.96 万元和 729.89 万元，占营业收入的比例分别为 5.35%、7.16%、7.42%和

5.06%，公司目前已拥有了生产高基频、小型化产品的光刻工艺技术。 

高基频方面，公司掌握了光刻工艺生产技术，具备生产高基频产品的能力。

当前行业内普遍使用的机械研磨工艺由于研磨晶片厚度的局限性，即晶片 AT 切

型厚度 28μm （趋近 60MHz）已近机械研磨加工工艺极限，难以批量生产高基

频压电石英晶体元器件所需的石英晶片（5G 通讯技术通常要求 AT 切型厚度为

20～16μm 甚至更薄，频率要求为 80MHz～96MHz）。而基于半导体工艺的光刻

工艺技术可以突破机械研磨工艺的限制，并成为高基频、小型化压电石英晶体产

品批量生产的关键技术。公司紧跟当前国际行业前沿技术，目前已经具备光刻生

产设备及技术，为 5G 及以上技术平台、物联网所要求的高基频产品的产业化奠

定坚实基础。 

小型化方面，压电石英晶体元器件产品规格尺寸随着下游应用领域的需求经

历了 8045→7050→6035→5032→3225→2520→2016→1612→1210 等变化过程，

目前小型化产品以 2520、2016、1612 和 1210 为主导。公司是国内较早量产

SMD2520、SMD2016、SMD1612 小型化压电石英晶体元器件产品的厂商之一，

且 SMD1210 已完成研制并处于试产阶段。本次募投项目产品主要集中在 2520

→2016→1612→1210 区段，符合未来产业发展趋势，可以有效满足未来 5G 及以

上技术、智能穿戴设备行业的需求。 



 

 

（4）公司拥有充足的人才储备，为项目实施提供人才保障 

公司拥有一支行业经验丰富的管理人才和技术人才团队。截止 2019 年末，

公司拥有研发人员 121 人。一方面，公司注重内部优秀人才的培养，鼓励员工创

新；另一方面，公司大力引进外部高端人才，丰富人才储备。通过建立高效的激

励机制和竞争机制，公司已具备项目实施所需的人才储备。 

3、项目实施的必要性 

（1）实现技术突破，打破国外垄断，实现进口替代的需要 

目前，我国已经成为世界电子基础材料和元器件的生产大国，部分产品产量

居世界前列。未来几年，随着下一代互联网、新一代移动通信、数字化产品的逐

步推进，电子整机产品的更新换代，对电子材料和元器件产业的发展提出了更高

的要求。新技术、新产品的开发和产业化所需的技术和资金门槛越来越高，投资

风险增大，产品更新换代速度进一步加快，电子信息产业链垂直整合和企业横向

整合趋势将更加明显，产业集中度不断提高，国内企业面临严峻挑战。 

从技术发展趋势看，在下游电子产业发展的推动下，压电石英晶体元器件产

品开发方向主要呈现以下发展态势：①高基频、小型化；②高精度、模块化；③

低功耗；④绿色环保要求逐步提高，其中，高基频和小型化是最为重要的发展趋

势。 

公司自主研发的压电石英晶体SMD1612、SMD1210等高基频、小型化产品，

正符合行业对技术发展的要求，产品规格将成为下一代主流成品的行业标准。高

基频、小型化产品的量产，既打破国内压电石英晶体元器件高端产品由境外厂商

（主要是日本和台湾地区厂商）垄断的格局，实现国内高端产品的进口替代，同

时也推动行业技术水平的发展。 

（2）抢占高基频、小型化先机，扩大国内市场占有率的需要 

随着 5G 及以上技术和物联网的加速发展，下游电子产业对高基频、小型化

产品的需求与日俱增。三大运营商合计 2020 年计划在 5G网络投资约 1,803 亿元，

同比大幅增长 338%，5G 将进入规模建设期。据估计 2020 年我国物联网规模将

突破 1.5 万亿元，物联网时代将带动一系列相关产业的高速发展。由此可见，高



 

 

基频、小型化压电石英晶体元器件的市场前景非常广阔。而 SMD1612 的量产和

SMD1210 的试产，使得公司的技术水平与国际先进技术同步，使公司产品与国

际领先系列产品接轨，同时，也为公司在即将到来的由技术更新而引发的替代进

口中抢占技术制高点及市场先机。 

（3）拓展公司新盈利增长点的需要 

目前公司是国内压电石英晶体元器件的龙头企业之一，公司在技术及规模上

处于国内行业前列，较早实现了 SMD1612 等小型化产品的量产和 SMD1210 的

试产。为了充分发挥自身主业的核心技术优势，公司需要进一步引进国际先进的

高精度自动化生产设备，推动高基频、小型化产品规模产业化，促进公司在业务

拓展中提升产品竞争力，实现新的利润增长点。 

4、项目经济评价 

项目达产年可实现年营业收入 43,499.67 万元，税后内部收益率为 14.28%，

税后投资回收期 7.80 年（含建设期），具有良好的经济效益。 

5、项目涉及报批事项情况 

截至本预案公告日，本项目已取得重庆市万盛经济技术开发区发展改革局出

具的《重庆市企业投资项目备案证》（备案项目编码：2020-500110-39-03-132546），

已取得重庆市万盛经济技术开发区生态环境局出具的《重庆市建设项目环境影响

评价文件批准书》（渝（万盛经开）环准[2020]045 号）。本次募投项目建设地点

位于重庆市万盛经开区鱼田堡高新技术产业园，用地面积 55,926 平方米，已经

取得相应的不动产权证书（证号：渝（2020）万盛区不动产权第 000773039）。 

（二）补充流动资金 

1、项目概况 

公司拟将本次募集资金中的 10,000.00 万元用于补充流动资金，满足公司日

常生产经营资金需求，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。 

2、项目实施的必要性 

（1）公司的业务拓展需要保持较高的资金投入水平 



 

 

公司主要产品为压电石英晶体元器件，随着 5G 时代的到来，预计国内市场

对压电石英晶体元器件的需求将会出现爆发式增长。但是下游应用市场的需求具

有多样性和变化性，多样性体现在通讯电子、汽车电子、消费电子、物联网、智

能穿戴、工业控制、家用电器、航天与军用和安防智能化等应用市场对压电石英

晶体元器件都有广泛需求。变化性体现在各个行业对产品性能的要求各有侧重。 

针对行业需求结构分散的特点，以及国内外销售环境的变化，公司需在研发

和销售上保持较高的投入。研发层面，公司必须保持前瞻性研发投入，紧跟行业

最新发展技术，以保持技术先进性。销售层面，公司需要加大国内销售网络和销

售团队的建设，以应对贸易战和疫情等不利外部环境对境外销售的影响。 

本次募集资金中的 10,000.00 万元用于补充流动资金，为公司运营资本提供

稳定的资金来源，将有效支持公司研发投入和销售网络建设，增强公司的可持续

盈利能力。 

（2）公司需要加大长期股权资本投入，保持较高的抗风险能力。 

由于受宏观环境、行业特点和自身业绩波动的影响，公司通过银行渠道获得

的融资规模较小，一定程度上制约了公司的发展。一是 2018 年和 2019 年宏观经

济景气度下行，银行收紧银根，公司获得银行融资的难度加大；二是公司处于石

英晶体元器件行业，行业特点决定了公司的设备主要为专有设备，无法通过设备

抵押获得银行信贷；三是公司 2018 年和 2019 年受商誉减值的影响，经营业绩出

现下滑，而未来盈利的释放需要时间，导致银行对公司的支持力度较小。截至

2020 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 5,043.51 万元，无长期借款余额，借款

余额占已获批银行流动资金贷款授信额度的 56.04%。 

本次募集资金中的 10,000.00 万元用于补充流动资金，公司可以有效规避外

部融资环境的不利变化对公司的影响，提升公司的抗风险能力。 

总之，本次公司拟以 10,000.00 万元募集资金补充流动资金符合相关政策和

法律法规规定，符合公司目前的实际情况和业务发展需求，有助于缓解公司在主

营业务经营的资金压力，增强公司的抗风险能力，有利于公司的经营业绩提升和

业务的长远发展。 



 

 

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 

（一）本次发行对公司经营管理的影响 

本次发行募集资金运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。募

集资金到位后，将进一步增强公司的研发实力，提升公司的资本实力，增强公司

风险防范能力和竞争能力，巩固公司及全体股东的利益，为公司做大做强提供有

力的资金保障。 

（二）本次发行对公司财务状况的影响 

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的财务状况将得到进一步改善，

公司总资产及净资产规模将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资

能力将得到提升。由于募集资金投资项目短期内不会产生效益，本次发行可能导

致公司净资产收益率下降，每股收益摊薄。 

本次发行完成后，上市公司将获得大额募集资金的现金流入，筹资活动现金

流入将大幅增加。未来随着募投项目的逐步建成和投产，公司主营业务收入规模

将大幅增加，盈利水平将得以提高，经营活动产生的现金流入将得以增加，从而

相应改善公司的现金流状况。 

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论 

本次发行募集资金使用符合国家相关的产业政策和公司整体发展战略。本次

发行募集资金到位后，将进一步提升公司产品竞争力和资金实力，优化财务结构，

降低财务风险，提升盈利水平，有利于公司长期可持续发展。本次发行募集资金

的用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。 

 

 

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 

2020 年 9 月 4 日 
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